
产品说明书

TACFlux® 026

储存与操作
TACFlux® 026 储存在0-30°C下，其保质期为6个月。使
用前应确保助焊剂达到操作环境的温度。包装上也
应注明开封时间和日期。

安全说明书
本产品的安全说明书可从网站上获取： 
http://www.indium.com/sds

特点
•	 出色的润湿性能
•	 回流温度范围宽
•	 免洗
•	 残留低

简介
TACFlux® 026 是专门为倒装芯片和芯片级封装（CSP）
焊接设计的免洗无卤助焊剂。该产品还可被用于3D封
装（POP叠层封装）。TACFlux® 026可配合范围很宽的
回流温度，且适用于所有锡铅、无铅和高铅工艺。

特性

TACFlux® 026储存在0-30°C环境中时

助焊剂等级 ROL0 

典型粘度 330kcps

典型酸性值 34

典型粘着强度 240g

回流环境 氮气

表面绝缘电阻(SIR) 合格

清洁  免洗

典型回流残留物重量 5%

应用
TACFlux® 026 可用印刷、滴涂、针转移或者浸渍等方式
涂覆。 

清洁
TACFlux® 026 专门为免洗应用设计。如需要，可用不完
全水洗系统、皂液、酒精或者其他不含氟氯碳（CFC）
的清洁剂清洗。

包装 
TACFlux® 026 提供150g SEMCO筒装、10cc和30cc的注射
器包装以及100g罐装。也可应求提供其他包装。
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